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二、说明、目录、图表目录

        集成电路是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、

电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上

，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组

成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。它

在电路中用字母&ldquo;IC&rdquo;表示。集成电路发明者为杰克&middot;基尔比（基于锗（Ge

）的集成电路）和罗伯特&middot;诺伊思（基于硅（Si）的集成电路）。当今半导体工业大多

数应用的是基于硅的集成电路。

        中企顾问网发布的《2022-2028年中国集成电路市场深度评估与投资战略报告》共九章。

首先介绍了集成电路行业市场发展环境、集成电路整体运行态势等，接着分析了集成电路行

业市场运行的现状，然后介绍了集成电路市场竞争格局。随后，报告对集成电路做了重点企

业经营状况分析，最后分析了集成电路行业发展趋势与投资预测。您若想对集成电路产业有

个系统的了解或者想投资集成电路行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等

数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及

市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数

据主要来自于各类市场监测数据库。
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2.1 集成电路行业发展现状分析
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（3）全国集成电路制造所属行业产销情况分析
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（1）集成电路行业与半导体行业发展况密切相关
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第3章：中国集成电路细分产品市场需求分析

3.1 IC卡市场需求分析

3.1.1 IC卡市场需求现状分析

3.1.2 IC卡市场需求规模分析

3.1.3 IC卡市场竞争格局分析

（1）市场占有率分析

（2）各企业竞争优势分析
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3.2.4 计算机市场经营效益分析

3.2.5 计算机市场竞争格局分析
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（2）重点企业竞争格局分析

3.2.6 计算机市场发展趋势预测



（1）PC市场结构调整，用户数量将下降
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（1）数码相机竞争格局分析

（2）平板电视竞争格局分析

（3）智能穿戴设备竞争格局分析

3.5 微控制单元（MCU）市场需求分析

3.5.1 MCU市场需求现状分析

3.5.2 MCU市场需求规模分析

3.5.3 MCU市场竞争格局分析

（1）MCU市场整体竞争格局

（2）MCU细分市场竞争格局

3.5.4 MCU市场需求前景预测

 

第4章：中国集成电路芯片市场需求分析

4.1 SIM芯片市场需求分析

4.1.1 SIM芯片发展现状分析

4.1.2 SIM芯片需求规模分析

（1）SIM芯片整体出货量



（2）NFC类SIM卡出货量

（3）LTE类SIM卡出货量

4.1.3 SIM芯片竞争格局分析

4.1.4 SIM芯片需求前景预测

4.2 移动支付芯片市场需求分析

4.2.1 移动支付芯片发展现状分析

（1）移动支付产品分析

（2）银联与中移动移动支付标准之争已经解决

（3）已有大量POS机支持NFC功能

（4）国内供应商开始发力NFC芯片

4.2.2 移动支付芯片需求规模分析

4.2.3 移动支付芯片竞争格局分析
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4.3 身份识别类芯片市场需求分析
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4.3.5 身份识别类芯片需求前景预测
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（1）标准体系建设
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（3）卡片发行工作

4.4.2 金融支付类芯片需求规模分析

4.4.3 金融支付类芯片竞争格局分析



4.4.4 金融支付类芯片需求前景预测

4.5 USB-KEY芯片市场需求分析

4.5.1 USB-KEY芯片发展现状分析

4.5.2 USB-KEY芯片需求规模分析

4.5.3 USB-KEY芯片竞争格局分析
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4.6.2 通讯射频芯片需求规模分析

4.6.3 通讯射频芯片竞争格局分析
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4.7 通讯基带芯片市场需求分析

4.7.1 通讯基带发展现状分析

4.7.2 通讯基带芯片需求规模分析

4.7.3 通讯基带芯片竞争格局分析

（1）国际厂商竞争格局分析
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4.10.1 电脑数码类芯片发展现状分析
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第5章：中国集成电路下游市场需求分析

5.1 计算机行业对集成电路需求分析

5.1.1 计算机行业发展现状分析

5.1.2 计算机对集成电路需求分析

5.2 手机行业对集成电路需求分析

5.2.1 手机行业发展现状分析

5.2.2 手机对集成电路需求分析
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5.5.3 汽车电子对集成电路需求前景

 

第6章：主要集成电路行业竞争主体发展分析

6.1 外商独资企业发展分析



6.1.1 外商独资企业发展现状分析

6.1.2 外商独资企业市场份额分析

6.1.3 外商独资企业经营情况分析

6.1.4 外商独资企业投资并购分析

6.1.5 外商独资企业发展战略分析

（1）与中国企业组建合资公司

（2）与中国企业开展单产品合作

6.1.6 外商独资企业竞争优势分析

6.1.7 前瞻对外商独资企业发展建议

6.2 中外合资企业发展分析

6.2.1 中外合资企业发展现状分析

6.2.2 中外合资企业市场份额分析

6.2.3 中外合资企业经营情况分析

6.2.4 中外合资企业投资并购分析

6.2.5 中外合资企业发展战略分析

6.2.6 中外合资企业竞争优势分析

6.2.7 中外合资企业存在问题分析

6.2.8 中外合资企业最新动向分析

6.2.9 前瞻对中外合资企业发展建议

6.3 内资企业发展分析

6.3.1 内资企业发展现状分析

6.3.2 内资企业市场份额分析

6.3.3 内资企业经营情况分析

6.3.4 内资企业扶持政策分析

6.3.5 内资企业投资并购分析

6.3.6 内资企业发展战略分析

（1）加强公司内控体系建设，保障公司规范化运作

（2）提高研发成果向新产品转化的速度，以创新促效益

（3）强化市场管理机制，优化市场销售策略

（4）加强项目管理，提高经营效率

（5）强化以人为本的用人理念，建立科学的人才机制

6.3.7 内资企业竞争优势分析



6.3.8 内资企业存在问题分析

6.3.9 内资企业最新动向分析

6.3.10 国内市场进口替代空间分析

6.3.11 前瞻对内资企业发展建议

 

第7章：重点区域集成电器产业发展分析

7.1 集成电路行业区域发展格局分析

7.1.1 国内集成电路行业区域发展现状

（1）长三角地区

（2）环渤海地区

（3）珠三角地区

7.1.2 国内集成电路行业整体分布格局

（1）整体呈现&ldquo;一轴一带&rdquo;的分布特征

（2）产业整体将&ldquo;有聚有分，东进西移&rdquo;

7.2 长三角地区集成电路产业发展分析

7.2.1 集成电路产业发展概况

7.2.2 集成电路产业政策规划分析

（1）上海市集成电路行业政策规划分析

（2）无锡市集成电路政策规划分析

（3）苏州市集成电路政策规划分析

（4）杭州市集成电路政策规划分析

7.2.3 集成电路设计业发展分析

（1）无锡

（2）上海

7.2.4 集成电路制造业发展分析

7.2.5 集成电路封装测试业发展分析

7.2.6 集成电路产业发展前景预测

7.3 京津环渤海地区集成电路产业发展分析

7.3.1 集成电路产业发展概况

7.3.2 集成电路产业政策规划分析

7.3.3 集成电路设计业发展分析

（1）北京



（2）天津

（3）山东

（4）辽宁

7.3.4 集成电路制造业发展分析

7.3.5 集成电路封装测试业发展分析

7.3.6 集成电路产业发展前景预测

7.4 泛珠三角地区集成电路产业发展分析

7.4.1 集成电路产业发展概况

7.4.2 集成电路产业政策规划分析

7.4.3 集成电路产业配套发展分析

7.4.4 集成电路设计业发展分析

（1）广东省

（2）福建省

7.4.5 集成电路制造业发展分析

7.4.6 集成电路封装测试业发展分析

7.4.7 集成电路产业发展前景预测

7.5 其他重点地区集成电路产业发展分析

7.5.1 重庆市集成电路产业发展分析

7.5.2 四川省集成电路产业发展分析

7.5.3 西安市集成电路产业发展分析

7.5.4 湖北省集成电路产业发展分析

（1）政策扶持产业发展

（2）基金推动产业升级

（3）科教奠定人才基础

（4）产业链已基本形成

 

第8章：集成电路重点企业发展分析

8.1 集成电路综合型企业发展分析

8.1.1 武汉光迅科技股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析



（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.1.2 大唐电信科技股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.1.3 杭州士兰微电子股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.1.4 国民技术股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.1.5 紫光国芯微电子股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.2 集成电路设计企业发展分析



8.2.1 紫光股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.2.2 深圳海思半导体有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.2.3 中颖电子股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.3 集成电路制造企业发展分析

8.3.1 中芯国际集成电路制造有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

8.3.2 和舰科技（苏州）有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析



（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

8.3.3 上海先进半导体制造股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业营销网络分析

（5）企业核心竞争力分析

（6）企业发展优劣势分析

8.4 集成电路封装测试企业发展分析

8.4.1 日月光封装测试（上海）有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.4.2 江苏长电科技股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.4.3 苏州晶方半导体科技股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析



（6）企业新产品动向分析

8.4.4 天水华天科技股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

8.4.5 通富微电子股份有限公司发展分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构分析

（4）企业目标市场分析

（5）企业营销网络分析

（6）企业新产品动向分析

 

第9章：集成电路行业投资战略规划与建议()

9.1 集成电路行业市场前景预测

9.1.1 集成电路行业市场规模预测

9.1.2 集成电路行业供给规模预测

9.1.3 集成电路行业发展趋势分析

（1）集成电路行业区域发展趋势

（2）集成电路行业技术发展趋势

（3）集成电路行业产品结构趋势

（4）集成电路行业市场竞争趋势

9.2 集成电路行业投资前景分析

9.2.1 集成电路行业发展的影响因素分析

（1）有利因素

（2）不利因素

9.2.2 集成电路行业进入壁垒分析

（1）技术壁垒

（2）人才壁垒



（3）资金实力壁垒

（4）产业化壁垒

（5）客户维护壁垒

9.2.3 集成电路行业投资风险分析

（1）政策风险

（2）宏观经济风险

（3）供求风险

（4）其他风险

9.2.4 集成电路行业投资前景分析

（1）行业发展空间较大

（2）行业政策扶持利好

（3）下游应用市场增长迅速

9.3 集成电路行业投资机会与建议

9.3.1 前瞻关于集成电路行业投资热点分析

（1）集成电路设计业被看好

（2）网络通信领域依然是核心

（3）智能家居等市场集成电路需求强劲

（4）小型化和立体化封装技术具有发展潜力

9.3.2 前瞻关于集成电路行业投资机会分析

9.3.3 前瞻关于集成电路细分市场投资建议

9.3.4 前瞻关于集成电路区域布局投资建议

9.3.5 前瞻关于集成电路企业并购重组建议()
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